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HERD STK/SCD bonding技术文档

➢ 新增STK ASIC-PCB 键合程序，并完成两
板TFH 键合
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 STK dummy ladder

➢ 芯片SSD-SSD粘贴未对齐 ➢ 芯片胶水未压实（后续发现是工装翘曲导致）
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拉力测试



Thanks for your attention
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